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如何快速地合并 S 参数（下） 

 

摘要：为了提高 S 参数合并的效率、减少繁琐的人为操作，芯和半导体 SnpExpert 提供了四

种快速实现 S 参数合并的方法：1) 通过在软件界面手动配置实现 S 参数合并；2）由 Python

脚本自动实现 S 参数合并；3）通过导入 csv 文件自动实现 S 参数合并；4）按命名规则自动

实现 S 参数合并。在《如何快速地合并 S 参数（上）》中已介绍了前三种方法，本文主要介

绍第四种方法，并对合并后的 S 参数跟原始 S 参数进行对比验证。对比结果显示此方法不仅

可成功实现 S 参数的快速合并，而且可达到一劳永逸的效果，尤其适用于端口数多的情况。 

前言 

在高速电路设计中，不仅需要考虑单通道的损耗带来的影响，还需考虑通道与通道间的

串扰所带来的影响。而传统的矢量网络分析仪一般只能测得 4 个端口的 S 参数，尽管市场上

已有多端口的网络分析仪，但价格偏贵。那么如何将多个 4 端口的 S 参数合并成一个多端口

的 S 参数成为了一个急待解决的问题。以 8 个差分信号组成的串扰通道为例，通过 VNA 测

得 8 个直通（Thru），56 个近端（NEXT）与 56 个远端（FEXT）的 4 端口的 S 参数，获得 4 端

口 S 参数后，需要快速准确实现合并。 

针对上述问题，《如何快速地合并 S 参数（上）》中介绍的三种解决方案，可适用于不同

的应用场景，但都需要用户配置合并 S 参数的端口信息。如果端口数较多的话，带来的问题

是，配置花费时间较多且容易出错。本文介绍的按命名规则自动实现 S 参数合并的方法，合

并 S 参数的端口信息是由软件根据命名规则自动获取，无需手动配置端口信息，可有效避免

上述问题。 

 

合并 S 参数的方法 

1. 命名规则介绍及示例 

S 参数文件命名规则：测试类型_左侧标识_测试端口_右侧标识_测试端口。详细说明：

识别规则是以下划线“_”为基准，作为识别起始点；测试类型仅有 THRU、NEXT、FEXT；左

侧标识可命名为 HCB，右侧标识可命名为 MCB。测试端口是由直通通道来命名，命名时可加

上数字进行排序。图 1中红色框内是实测的差分端口顺序：TX1，TX3，TX5，TX7，RX8，RX6，

RX4，RX2。若测试端口也要按此顺序排列，则命名需修改为：_1TX1，_2TX3，_3TX5，_4TX7，

_5RX8，_6RX6，_7RX4，_8RX2。综上所述，直通测试结果命名为：THRU_MCB_1TX1_HCB_1TX1.s4p;

近端测试结果命名为： NEXT_MCB_1TX1_MCB_2TX3.s4p；远端测试结果可命名为：

FEXT_MCB_1TX1_HCB_2TX3；其他依次类推，完成所有命名的 S参数，如下图 2所示。 
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图 1  区分同侧类别及测试端口的示例 

 

 

图 2  按命名规则命名的 THRU、FEXT 及 NEXT 的 S 参数 

2. 按命名规则自动实现 S 参数合并 

在 SnpExpert导航栏中，选择 Tool -> S-Parameter Process 下的 Combine，弹出图 3

所示界面：选择 Advanced，然后在 Open folder 栏，点击 Browse，选择命名好的 S参数文

件夹路径，软件会自动按照命名规则读入 S参数到界面对应的 THRU、FEXT跟 NEXT栏位，完

成读取后，点击 Combine 即可完成合并。需要注意的是，导入的每个 S 参数端口顺序要一

致，因为软件会根据导入的 S 参数端口顺序来对应合并后的 S参数端口顺序（如 Output栏

所示）。 
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图 2 按命名规则合并 S 参数图示 

3. 结果对比验证 

将合并后的 s32p 文件结果跟合并前的 s4p的 S 参数进行对比。下图是比较结果：黑色

是合并前的 FEXT 及 NEXT；红色是按命名规则文件合并后的 FEXT(Diff1,Diff8)及

NEXT(Diff12,Diff8)。由图可知，两者的结果是完全重合的，说明此方法可以实现正确的 S

参数合并。 

 

图 5 合并后的 S 参数与原始 FEXT、NEXT 的对比 
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总结 

芯和半导体 SnpExpert 提供按命名规则自动合并 S 参数，此方法可以省去配置端口信

息的工作，有效降低出错的概率同时提高了工作效率，尤其适用于端口数较多的情况。完成

一次命名后，后续测试的 S参数可以直接保存成此文件名，无需再修改就可以直接选择此方

法实现 S参数的合并。 
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